Bauanleitung
Auflistung der benötigten Werkzeuge und Materialien 
1. Lötkolben mit Schwamm

2. Lötzinn 

3. Pinzette

4. Schraubstock 
oder Platinenhalter
5. Lupe



6. Seitenschneider

7. Schraubendreher unterschiedliche Größen für Kreuz und Schlitz

8. Hartborstenpinsel

9. Endlötlitze ( fein ) keine grobe verwenden
10. Endlötpumpe

11. Arbeitsunterlage

12. Leiterplattenreiniger

13. Skalpell oder scharfes Messer

14. Silberdraht ( dünn )
Vorbereitung
1. Bauteile an hand der Bauteilliste auf Vollständigkeit prüfen
2. Schaltplan und Bestückungsdruck bereit legen.

Arbeitsablauf

1. Die Leiterplatte wird vorab per Sichtung auf Fehler überprüft. Gegebenenfalls werden diese vor dem Löten korrigiert. Fehlerhafte Verbindungen werden mittels Skalpell oder einem scharfen Messer beseitigt und fehlende Verbindungen mit Silberdraht wieder hergestellt.

2. Die Leiterplatte waagerecht in den Schraubstock oder Platinenhalter einspannen. Zuerst wird das größte SMD Bauteil (PIC16F877) platziert und per Lötung an zwei entgegengesetzten Bauteilpinnen fixiert, auf korrekten Sitz überprüft, und dann erst angelötet. Sollte es unbeabsichtigter Weise bei der Lötung zum Kurzschluss zweier Kontaktpinnen kommen wird erst weiter gelötet. Der oder die Kurzschlüsse werden anschließend mittels Endlötlitze beseitigt, in dem man die Lötlitze auf  die besagte Stelle mittels Lötkolben hält und bei sichtbarem Lotfluss wieder mit einem leicht ruck von der Stelle entfernt oder abstreift. Es bedarf etwas Übung klappt aber hervorragend. Nun wird der zweite PIC16F877 nach der selben Vorgehensweise aufgelötet. Danach werden die LM393 aufgelötet und erst wenn alle mehrbeinigen SMD Bauteile aufgelötet sind wird das so genannte Hühnerfutter verarbeitet also Widerstände, Kondensatoren, Dioden usw.
3. Jetzt werden alle Durchsteckbauteile nacheinander an die dem entsprechende Position gesetzt und verlötet. Hier bei sollte man das Bauteil nicht verdreht auflöten, wenn es doch mal vorgekommen ist, werden nacheinander alle Lötungen mittels Endlötpumpe abgesaugt. So das das Bauteil wieder entnommen und richtig herum eingesetzt werden kann. Der Quarz muss etwas Luft zu Platine haben damit sein Gehäuse kein Schluss auf der Platine verursacht. In den Kühlkörper müssen noch zwei 3,5mm Löcher für seine Befestigung auf der Platine gebohrt werden. Erst dann wird er aufgeschraubt. Der Regler ( 7805 ) wird mit Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper aufgesetzt und dann an diesen angeschraubt. Erst danach darf er angelötet werden.

Übersichtsbilder
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Setzen und fixieren des SMD-Bauteils 
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Fehlerhafte Lötung
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Beseitigung der fehlerhaften Verbindungen
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Nach der Beseitigung
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       programmieren des Pics mittels PICkit2
[image: image6.jpg]PICKit 2 Programmer: o [ 3|

Fle Device Famiy Programmer Tools View Help

Midrange/Standard Configuration
Device: PICTEFE87 ~| Corfiguration: 2cE2 0700
UserDs:  FFFFFFFF

Checksum: 911D OSCCAL: BandGap:

[ R —

¥ on 5.0 3‘
Read | Write erify | Erase | Blank Check | -

I~ MCLR

- Program Memory
¥ Ensbled  |Hex Onlly

Source: [Z:\..008-Anz-16FBE7-48Bif\. N\anz-48B.hex

0000 3002 008A  2a7E 0000 1683 1005 1283 1005 |«
0008 1683 0188 1283 0855 0088 1683 1085 1283
0010 1085 1683 1085 1283 1485 0008 3090  0ODS

0018 1683 1005 1283 1005 1683 1085 1283 1485
0020 1683 1005 1283 1405 1683 0188 1283 0855
0028 0088 1683 1085 1283 1085 1683 1085 1283

0030 1485 1683 1005 1283 1005 0854  00DS 2004
0038 0853 0ODS 2004 0852  0ODS 2004 0851  0ODS
0040 z004 0850 0ODS 2004  084F  0ODS 2004  300F
0048 00DS 2004 300F  00DS 2004 3010  00DS 1683

0050 1005 1283 1005 1683 1085 1283 1485 1683
0058 1005 1283 1405 1683 0188 1283 0855 0088
0060 1683 1085 1283 1085 1683 1085 1283 1485
0068 1683 1005 1283 1005 0008 3050 0084 1383
0070 0800 1903 2880 3006  0OF8  O1F7  OBF7 2876 v

- EEPROM Data
Auto Import Hex

W Ensbled [HexOnly ¥ + Write Device

00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF & s

10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF B Al
20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF =

30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF PICKit” 2
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF v
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Nur noch bedrahtete Bauteile müssen verlötet werden.
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Komplett bestückte Platine ( Oberseite )
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Komplett bestückte Platine ( Unterseite )

Damit ist der Aufbau fertig für den Einbau in ein Gehäuse.
